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華虹半導體有限公司
（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：1347）

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站就本公司首次公開
發行人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市刊發的《華虹半導體有限公司首次
公開發行股票並在科創板上市網上路演公告》，僅供參閱。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零二三年七月二十一日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：
張素心（董事長）
唐均君（總裁）

非執行董事：
孫國棟
王靖
葉峻

獨立非執行董事：
張祖同
王桂壎，太平紳士
葉龍蜚
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华华虹虹半半导导体体有有限限公公司司 

首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在科科创创板板上上市市 

网网上上路路演演公公告告 
 

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 

联席主承销商：中信证券股份有限公司 

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司 

联席主承销商：国开证券股份有限公司 

 

华虹半导体有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 40,775.0000 万股

人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上

海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许

可〔2023〕1228 号文同意注册。 

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有

上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以

下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、海通证券股份有限公

司（以下简称“海通证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（国泰

君安和海通证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”），中信证券股份有限

公司（以下简称“中信证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公

司”）、东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）、国开证券股份有限

公司（以下简称“国开证券”）担任本次发行的联席主承销商（国泰君安、海通
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证券、中信证券、中金公司、东方投行和国开证券以下合称“联席主承销商”）。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累

计投标。 

本次拟公开发行新股 40,775.0000 万股，占发行后发行人总股本的 23.76%。

本次发行初始战略配售数量为 20,387.5000 万股，占本次发行数量的 50.00%，最

终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发

行数量为 16,310.0000 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，网

上初始发行数量为 4,077.5000 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的

20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，

网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席

主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 

1、网上路演时间：2023 年 7 月 24 日（T-1 日） 9:00-12:00 

2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 

上海证券报-中国证券网：http://roadshow.cnstock.com 

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。 

本次发行的《华虹半导体有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）查询。 

敬请广大投资者关注。 

 

发行人：华虹半导体有限公司 

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 

联席主承销商：中信证券股份有限公司 
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联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司 

联席主承销商：国开证券股份有限公司 

2023 年 7 月 21 日 
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（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上

路演公告》盖章页） 

 

 

 

 

 

发行人：华虹半导体有限公司 

 

                                                  年    月    日 
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（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上

路演公告》盖章页） 

 

 

 

 

 

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 

 

年    月    日 
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（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上

路演公告》盖章页） 

 

 

 

 

 

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 

 

年    月    日 
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（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上

路演公告》盖章页） 

 

 

 

 

 

联席主承销商：中信证券股份有限公司 

 

年    月    日 

 



8 

（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上

路演公告》盖章页） 

 

 

 

 

 

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 

 

年    月    日 
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（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上

路演公告》盖章页） 

 

 

 

 

 

联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司 

 

年    月    日 
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（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上

路演公告》盖章页） 

 

 

 

 

联席主承销商：国开证券股份有限公司 

 

年    月    日 

 


